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本发明提供一种改善PCB半孔板中的半孔残

铜的方法。该方法针对半孔内外残留的铜锡镀

层，采用分次蚀刻的方式进行锣除：首先通过CNC

锣除位于半孔以外的部分铜锡，然后进行第一次

蚀刻，去除余下的位于PCB板半孔以外的铜，这样

可以使板面的线路因干膜的保护而不受蚀刻影

响。然后进行退膜、第二次蚀刻和退锡过程，使板

面的基铜被蚀刻干净的同时确保半孔位需要去

除的残留铜层被彻底蚀刻干净，尤其是当孔铜厚

度大于基材铜厚时，这种方法可以完全避免铜皮

残留，达到良好的半孔效果。
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1.一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)前处理：按照实际尺寸要求对基板进行裁剪，并进行机械钻孔；

(2)沉铜：对所述基板进行填孔电镀，使其导通孔内增加厚度为5～8微米的孔铜；

(3)图形转移：在所述基板的表面贴上抗电镀层干膜，并利用光绘底片进行菲林对位，

之后采用曝光机曝光成像，或者采用LDI自动曝光成像，形成抗电镀干膜层；

(4)显影：对已经曝光成像的产品进行显影；

(5)图形电镀：将所述显影后的产品进行镀铜和镀锡处理，此时对于PCB板设计的半孔

部位镀有全孔锡和全孔铜，所述全孔锡和全孔铜均为闭圈圆环形状，全孔铜的外周填充于

PCB板的半孔部位并延伸至PCB板的外部，全孔锡位于全孔铜内部，

将全孔铜位于PCB板半孔内的部分命名为第一半孔铜，将全孔铜位于PCB板半孔外的部

分命名为第二半孔铜，将全孔锡位于PCB板半孔内的部分命名为第一半孔锡，将全孔锡位于

PCB板半孔外的部分命名为第二半孔锡；

(6)锣半孔：使用数控车床将第二半孔铜和第二半孔锡锣掉部分；

(7)第一次蚀刻：使用氨性蚀刻液对余下的第二半孔铜进行蚀刻；

(8)退膜：将PCB板面的抗电镀干膜层褪除；

(9)第二次蚀刻：使用氨性蚀刻液去除PCB板面的铜箔，以及剩余的第二半孔铜；

(10)退锡：使用退锡水去除第一半孔锡，只保留第一半孔铜；

(11)阻焊：采用丝网漏印的方式，在PCB板表面印上一层防焊油墨，然后进行曝光显影

和固化。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基板为印制电路板。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤(4)中，所述显影使用质量浓度为1％

～1.2％的碳酸钠或碳酸钾溶液，显影时间为55～65s，温度为30～33℃。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤(5)中，所述镀铜在镀铜液进行，电流

密度为15～20ASF，镀铜时间为60分钟；所述镀锡在锡缸中进行，电流密度为12ASF，镀锡时

间为8分钟。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤(6)中，锣掉部分的长度为全孔锡和全

孔铜周长的1/4，且锣掉部分的一端与PCB板贴合，另一端位于第二半孔铜和第二半孔锡中

部，保留剩下的全孔锡和全孔铜作为焊接通道。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤(8)中，退膜使用质量百分浓度为5％

的氢氧化钠水溶液，温度为40～45℃，时间为1～2min。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括步骤(12)丝印：在PCB板上印刷文字

或标识。

8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，还包括步骤(13)表面处理：对于PCB露出的

焊盘部分进行沉金、喷锡或者OSP处理，以使焊盘表面形成良好的可焊性镀层或者表面。

9.根据权利要求8所述的方法，其特征在于，还包括步骤(14)成型：依据外形尺寸进行

CNC成型。

10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，还包括步骤(15)电测试：通过通电模式，

对于板面电路的通断情况进行检测。
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一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及印刷电路技术领域，具体涉及一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方

法。

背景技术

[0002] 因通信模块类PCB板的设计要求，部分载板需要设计为母板和子板，通过子板的整

排半金属化孔与母板元器件的引脚焊接到一起，通常子板一般会有整排或者四边设计为半

孔。目前制作半孔板的工艺有两种：第一种是制作塞孔模板，将油墨填充至塞孔模板的通孔

中，烘烤固化后进行模冲。第二种是采用一次模具冲切的方式，用模具或刀具进行成型。此

两种工艺都存在一定的弊端及品质隐患，第一种采取油墨填充半孔，可以在一定程度上保

证半孔的冲切效果，但是半孔内易存在孔内油墨返洗不净及半孔上锡不良的问题。第二种

方式采用的模具成本太高，并且模具冲切过程中尤其是后期，容易因为切口受损导致半孔

的铜皮产生残留及披锋，既无法保证品质且又会影响交期。

[0003] 因此，需要提供一种针对半孔残铜问题的PCB半孔板的制作方法，该方法应尽量少

使用模具，且加工速度快，能够避免半孔加工过程中出现披锋或扯掉铜皮的问题。

[0004] 鉴于此，特提出本发明。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方法。

[0006] 为实现上述目的，本发明的技术方案如下：

[0007] 本发明涉及一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方法，包括以下步骤：

[0008] (1)前处理：按照实际尺寸要求对基板进行裁剪，并进行机械钻孔；

[0009] 优选地，所述基板为印制电路板。

[0010] (2)沉铜：对所述基板进行填孔电镀，使其导通孔内增加厚度为5～8微米的孔铜；

[0011] (3)图形转移：在所述基板的表面贴上抗电镀层干膜，并利用光绘底片进行菲林对

位，之后采用曝光机曝光成像，或者采用LDI自动曝光成像，形成抗电镀干膜层；

[0012] (4)显影：对已经曝光成像的产品进行显影；

[0013] 优选地，所述显影使用质量浓度为1％～1.2％的碳酸钠或碳酸钾溶液，显影时间

为55～65s，温度为30～33℃。

[0014] (5)图形电镀：将所述显影后的产品进行镀铜和镀锡处理，此时对于PCB板设计的

半孔部位镀有全孔锡和全孔铜，所述全孔锡和全孔铜均为闭圈圆环形状，全孔铜的外周填

充于PCB板的半孔部位并延伸至PCB板的外部，全孔锡位于全孔铜内部，

[0015] 将全孔铜位于PCB板半孔内的部分命名为第一半孔铜，将全孔铜位于PCB板半孔外

的部分命名为第二半孔铜，将全孔锡位于PCB板半孔内的部分命名为第一半孔锡，将全孔锡

位于PCB板半孔外的部分命名为第二半孔锡；

[0016] 优选地，所述镀铜在镀铜液进行，电流密度为15～20ASF，镀铜时间为60分钟；所述
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镀锡在锡缸中进行，电流密度为12ASF，镀锡时间为8分钟。

[0017] (6)锣半孔：使用数控车床(CNC)将第二半孔铜和第二半孔锡锣掉部分；

[0018] 优选地，锣掉部分的长度为全孔锡和全孔铜周长的1/4，且锣掉部分的一端与PCB

板贴合，另一端位于第二半孔铜和第二半孔锡中部，保留剩下的全孔锡和全孔铜作为焊接

通道。

[0019] (7)第一次蚀刻：使用氨性蚀刻液去除余下的第二半孔铜；

[0020] (8)退膜：将PCB板面的抗电镀干膜层褪除；

[0021] 优选地，退膜使用质量百分浓度为5％的氢氧化钠水溶液，温度为40～45℃，时间

为1～2min。

[0022] (9)第二次蚀刻：使用氨性蚀刻液去除PCB板面的铜箔，以及剩余的第二半孔铜；

[0023] (10)退锡：使用退锡水去除第一半孔锡，只保留第一半孔铜；

[0024] (11)阻焊：采用丝网漏印的方式，在PCB板表面印上一层防焊油墨，然后进行曝光

显影和固化；

[0025] (12)丝印：在PCB板上印刷文字或标识；

[0026] (13)表面处理：对于PCB露出的焊盘部分进行沉金、喷锡或者OSP处理，以使焊盘表

面形成良好的可焊性镀层或者表面；

[0027] (14)成型：依据外形尺寸进行CNC成型；

[0028] (15)电测试：通过通电模式，对于板面电路的通断情况进行检测。

[0029] 本发明的有益效果：

[0030] 由于现有技术中生产PCB半孔板时，在锣半孔过程中，因锣刀需要沿PCB板的边缘

进行走向，在锣去位于PCB半孔板以外的铜层时，无论如何都会使孔内铜层因缺乏支撑而悬

空，致使无法锣断铜皮，从而产生铜皮残留的问题。

[0031] 本发明提供一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方法。该方法针对半孔内外残留

的铜锡镀层，采用分次蚀刻的方式进行锣除：首先通过CNC锣除位于半孔以外的部分铜锡，

然后进行第一次蚀刻，去除余下的位于PCB板半孔以外的铜，这样可以使板面的线路因干膜

的保护而不受蚀刻影响。然后进行退膜、第二次蚀刻和退锡过程，使板面的基铜被蚀刻干净

的同时确保半孔位需要去除的残留铜层被彻底蚀刻干净，尤其是当孔铜厚度大于基材铜厚

时，这种方法可以完全避免铜皮残留，达到良好的半孔效果。

附图说明

[0032] 图1为PCB半孔板锣板前的结构示意图；

[0033] 图2为PCB半孔板锣半孔后的结构示意图；

[0034] 图3为PCB半孔板进行第一步蚀刻后，以及PCB半孔板退膜后的结构示意图；

[0035] 图4为PCB半孔板进行第二步蚀刻后的结构示意图；

[0036] 图5为PCB半孔板退锡的结构示意图；

[0037] 图1-图5中：

[0038] 1-PCB半孔板；2-线路；3-第一半孔铜；4-第一半孔锡；5-第二半孔铜；6-第二半孔

锡。

说　明　书 2/5 页

4

CN 110636707 A

4



具体实施方式

[0039] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本发明的技术方案进行

详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基

于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有

其它实施方式，都属于本发明所保护的范围。

[0040] 本发明实施例涉及一种改善PCB半孔板中的半孔残铜的方法，该方法包括以下步

骤：

[0041] (1)前处理：按照实际尺寸要求对基板进行裁剪，并进行机械钻孔。

[0042] 在本发明的一个实施例中，基板为超薄印制电路板，又称为PCB硬板或印刷电路

板。材质为有机树脂。

[0043] (2)沉铜：对基板进行填孔电镀，使其导通孔内增加厚度为5～8微米的孔铜。沉铜

是利用化学方法在导通孔壁内沉积一层薄铜，可以在含有铜离子的稀硫酸溶液中进行。

[0044] (3)图形转移：在基板的表面贴上抗电镀层干膜，并利用光绘底片进行菲林对位，

之后采用曝光机曝光成像，或者采用LDI自动曝光成像。由于LDI是用激光扫描的方法直接

将图像在PCB板上成像，图像更精细，可省去曝光过程中的底片工序，节省装卸底片时间和

成本，以及减少了因底片涨缩引发的偏差，提升PCB板的生产良率，目前更倾向于LDI成像。

[0045] (4)显影：对已经曝光成像的产品进行显影。

[0046] 在本发明的一个实施例中，显影使用质量浓度为1％～1.2％的碳酸钠或碳酸钾溶

液，显影时间为55～65s，温度为30～33℃。可以将已经曝光成像的产品静置15分钟后，通过

显影机进行显影。

[0047] (5)图形电镀：将显影后的产品进行镀铜和镀锡处理。

[0048] 图形电镀是在线路图形裸露的铜皮上或孔壁上电镀一层达到要求厚度的铜层与

锡层。此时对于PCB板设计的半孔部位镀有全孔锡和全孔铜，PCB板表面设计有线路并覆盖

抗电镀层干膜层。如图1所示，全孔锡和全孔铜均为闭圈圆环形状，全孔铜的外周填充于PCB

板的半孔部位并延伸至PCB板的外部，全孔锡位于全孔铜内部。

[0049] 为了后续叙述方便，将全孔铜位于PCB板半孔内的部分命名为第一半孔铜，将全孔

铜位于PCB板半孔外的部分命名为第二半孔铜，将全孔锡位于PCB板半孔内的部分命名为第

一半孔锡，将全孔锡位于PCB板半孔外的部分命名为第二半孔锡；

[0050] 在本发明的一个实施例中，镀铜在镀铜液进行，镀铜的电流密度为15～20ASF，镀

铜时间为60分钟，镀铜厚度为15～20微米；镀锡在锡缸中进行，镀锡的电流密度为12ASF，镀

锡时间为8分钟，镀锡厚度为3～5微米。

[0051] (6)锣半孔：使用数控车床(CNC)将第二半孔铜和第二半孔锡锣掉部分。

[0052] 由于使用锣刀向第二半孔铜施加作用力时，锣掉部分的铜皮会产生一定的铜皮残

留，因此这一步不能将第二半孔铜和第二半孔锡全部锣除。在本发明的一个实施例中，如图

2所示，锣掉部分的长度为全孔锡和全孔铜周长的约1/4，且锣掉部分的一端与PCB板贴合，

另一端位于第二半孔铜和第二半孔锡中部，保留剩下的全孔锡和全孔铜作为焊接通道。剩

余的第二半孔铜和第二半孔锡将在后续的蚀刻及退锡过程中完全去除。

[0053] (7)第一次蚀刻：使用氨性蚀刻液对余下的第二半孔铜进行蚀刻。这一步可以将第

二半孔铜完全除去，但出于兼顾生产效率的考虑，可以通过第一次蚀刻除去部分第二半孔
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铜，使剩余的第二半孔铜厚度低于PCB板面的铜箔，然后通过第二次蚀刻将板面的基铜和第

二半孔铜完全除去。第一次蚀刻完成后的PCB板结构示意图如图3所示，此时PCB板面的线路

因抗电镀层干膜层的保护而不受蚀刻影响。

[0054] 氨性蚀刻液为现有技术，对于铜金属具有强腐蚀性，可通过市售或者自配得到。这

一步的作用是去除余下的第二半孔铜，保留余下的锡层。

[0055] (8)退膜：将步骤(3)得到的PCB板面的抗电镀干膜层褪除。由于PCB板表面结构没

有变化，仍采用图3作为附图，但此时PCB板表面的是底部铜层。

[0056] 在本发明的一个实施例中，退膜使用质量百分浓度为5％的氢氧化钠水溶液，退膜

温度为40～45℃，退膜时间为1～2min。

[0057] (9)第二次蚀刻：使用氨性蚀刻液去除PCB板面的铜箔，以及剩余的第二半孔铜。此

时PCB板面结构如图4所示，此时板面的基铜和第二半孔铜完全被蚀刻除去。

[0058] (10)退锡：使用退锡水去除第一半孔锡，只保留第一半孔铜。退锡后的PCB板面结

构如图5所示。

[0059] 本发明使用的是硝酸型退锡水，由硝酸、硝酸铁、缓蚀剂、表面活性剂、氮氧化物抑

制剂、络合剂等组成，硝酸浓度一般为20％～25％，具有高速剥锡，高效持久，不伤底铜，铜

面光亮无灰白色等特点。

[0060] 现有技术中，PCB板面退膜后会露出多余的基材铜箔，通过一次蚀刻会将没有电镀

锡层保护的多余的铜箔，以及半孔位置的铜层去除，得到完整的带有锡保护层的线路图形。

然后采用退锡水除去PCB板面和半孔位置的锡层，露出需要的铜线路图形。但由于半孔位置

的铜层和基材表面的铜层厚度不一致，通常基材表面的铜层厚度要比半孔位置的铜层要

薄，通过一次刻蚀难以将这两部分的铜层完全除去(氨性蚀刻液对基材和半孔位置的铜层

腐蚀是同步进行的，如果蚀刻时间较短，可以将基材部分的铜层完全除去，但在半孔位置会

有铜层残留；如果蚀刻时间较长，虽然能将基材和半孔位置的铜层完全除去，但会对基材表

面造成损伤)。因此本发明采用两次蚀刻，在第二次蚀刻后能够将PCB半孔外和基材部分的

铜层完全去除，且不损伤板面。

[0061] (11)阻焊：采用丝网漏印的方式，在PCB板表面印上一层防焊油墨，然后进行曝光

显影和固化。

[0062] (12)丝印：在PCB板上印刷文字或标识。

[0063] (13)表面处理：对于PCB露出的焊盘部分进行沉金、喷锡或者OSP处理，以使焊盘表

面形成良好的可焊性镀层或者表面。

[0064] 其中，OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。OSP

是Organic  Solderability  Preservatives的简称，中译为有机保焊膜，又称护铜剂。简单

地说，OSP就是在洁净的裸铜表面上，以化学的方法长出一层有机皮膜。这层膜具有防氧化，

耐热冲击，耐湿性，用以保护铜表面于常态环境中不再继续生锈(氧化或硫化等)；但在后续

的焊接高温中，此种保护膜又必须很容易被助焊剂所迅速清除，如此方可使露出的干净铜

表面得以在极短的时间内与熔融焊锡立即结合成为牢固的焊点。

[0065] (14)成型：依据外形尺寸进行CNC成型。

[0066] (15)电测试：通过通电模式，对于板面电路的通断情况进行检测。

[0067] 实施例1
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[0068] 对采用本发明方法制备得到的PCB半孔板进行测试，其结果如表1所示。其中可焊

性测试采用IPC-TM-650标准。

[0069] 表1

[0070] 测试项目 测试项目 测试结果

半孔可焊性测试 260度*5秒浮锡一次 半孔孔壁上锡层饱满

半孔导通性 电测试 半孔导通率为100％

[0071] 表1说明，采用本发明方法得到的PCB半孔板能够满足使用要求。

[0072] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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